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Recommended Standards and Publications are adopted by JEDEC and
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Handhabung, Verpackung, Transport
und Einsatz feuchtigkeits-/reflow-

und/oder prozessempfindlicher Bauteile

1 VORWORT

Das Aufkommen oberflächenmontierter Bauteile (SMD) führte zu einer neuen Klasse von Qualitäts- und Zuver-
lässigkeitsgesichtspunkten in Bezug auf Schäden, die durch den Reflow-Lötprozess hervorgerufen werden, wie Risse
und Delaminierungen. Dieses Dokument beschreibt die standardisierten Klassen der Bauteil-Verweilzeit (floor life) für
feuchtigkeits-/reflowempfindliche SMD-Gehäuse im Zusammenhang mit den Anforderungen an Handhabung, Verpackung
und Transport, um feuchtigkeits-/reflow-ausgelöste Schäden zu vermeiden. Die begleitenden Dokumente J-STD-020 und
J-STD-075 definieren jeweils das Klassifizierungsverfahren, JEP113 definiert die Kennzeichnungsanforderungen.

Die Feuchteempfindlichkeit entsteht durch Luftfeuchtigkeit, die per Diffusion in durchlässige Gehäusematerialien eindringt.
Bestückprozesse, die SMD-Bauteile mit Leiterplatten verlöten setzen den ganzen Bauteilkörper Temperaturen über 200 °C
aus. Während des Reflowlötens kann das Zusammenwirken von schneller Feuchtigkeitsausdehnung, unterschiedlichen
Wärmeausdehnungskoeffizienten sowie Funktionsminderungen an Materialgrenzschichten dazu führen, dass Risse
und/oder Delaminierungen an kritischen Grenzflächen innerhalb des Bauteils auftreten.

Typische Reflow-Lötprozesse von Interesse für alle Bauteile sind Infrarot (IR), Konvektion/Infrarot, Konvektion,
Dampfphase (VPR), Heißluft-�acharbeits-Werkzeuge und Wellenlöten einschließlich vollständiges Eintauchen.

�icht-Halbleiter-Bauteile können neben der Feuchteempfindlichkeit zusätzliche Prozess-Empfindlichkeiten wie thermische
Empfindlichkeit, Flussmittel-Empfindlichkeit oder Empfindlichkeit bezüglich Reinigungsprozessen aufweisen.

1.1 Zweck Der Zweck dieses Dokuments ist es, Herstellern und Anwendern standardisierte Methoden für Handhabung,
Verpackung, Transport und Einsatz feuchtigkeits-/reflow- und prozessempfindlicher Bauteile, die den in J-STD-020 oder
J-STD-075 definierten Klassen zugeordnet sind, zur Verfügung zu stellen. Diese Methoden sollen verhindern helfen, dass
Schäden durch Feuchtigkeitsaufnahme, in Verbindung mit Reflow-Löttemperaturen, zu einer Verminderung von Ausbeute
und Zuverlässigkeit führen. Bei Anwendung dieser Verfahren kann ein sicherer Reflowprozess erreicht werden. Der hier
definierte Prozess der feuchtigkeitsgeschützten Umverpackung bietet eine zulässige Lagerdauer von mindestens 12 Monaten
ab Versiegelungsdatum.

1.2 Anwendungsbereich Diese Richtlinie gilt für alle Bauteile, die für Reflow-Massenlötprozesse während der
Leiterplattenbestückung vorgesehen sind. Das umfasst Kunststoffgehäuse, prozessempfindliche Bauteile sowie andere
feuchteempfindliche Bauteile aus feuchtigkeitsdurchlässigen Materialien (Epoxidharz, Silikon und andere), die der
Umgebungsluft ausgesetzt sind.

1.3 Montageprozesse

1.3.1 Reflow-Massenlöten Diese Richtlinie gilt für die Montage durch Reflowlötprozesse Infrarot (IR), Konvektion/Infrarot,
Konvektion und Dampfphase (VPR). Sie gilt nicht für Massenlötprozesse, bei denen die Bauteilkörper in geschmolzenes
Lot getaucht werden (z. B. Wellenlöten von „über Kopf“ montierten Bauteilen). Solche Prozesse sind für viele SMD-
Bauteile unzulässig und werden von den Qualifizierungsrichtlinien für Bauteile, die Grundlage für dieses Dokument
sind, nicht abgedeckt.

1.3.2 Lokale Erwärmung Diese Richtlinie gilt ebenfalls für feuchtigkeits-/reflowempfindliche SMD-Gehäuse, die
durch Einbringung lokaler Umgebungswärme (z. B. �acharbeit mittels Heißluft) montiert oder entfernt werden. (Siehe
Abschnitt 6).

1.3.3 Gesockelte Bauteile Diese Richtlinie gilt nicht für gesockelte SMD-Gehäuse, die den Reflow-Löttemperaturen weder
beim Massen-Reflowlöten noch bei der �acharbeit an benachbarten Bauteilen ausgesetzt sind. Diese SMD-Gehäuse sind
nicht gefährdet und erfordern keine Feuchteschutzbehandlung.
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1.3.4 Punkt-zu-Punkt-Löten Diese Richtlinie gilt nicht für SMD-Gehäuse, bei denen nur die Anschlüsse aufgeheizt werden,
um das Lot umzuschmelzen (z. B. Handlöten, Bügellöten von Gullwing Anschlüssen sowie Wellenlöten bei bedrahteten
Bauteilen). Die Wärmeaufnahme des Gehäusekörpers ist bei diesen Verfahren typischerweise erheblich geringer als beim
Reflow-Massenlöten oder bei der Heißluftnacharbeit. Feuchteschutzmaßnahmen sind typischerweise nicht erforderlich.

1.3.5 Wasserbasierte Reinigung Die bei kavitätsfreien SMD-Bauteilen typischerweise kurzen Prozesse wässriger
Reinigung beeinträchtigen nicht die zulässige Lagerdauer (interner Feuchtegehalt). Besonderes Augenmerk sollte
auf nicht-hermetische Gehäuse mit Kavitäten gerichtet werden.

1.4 Zuverlässigkeit Die in dieser Richtlinie dargelegten Methoden stellen sicher, dass eine angemesssene Zuverlässigkeit
der SMD-Gehäuse während und nach dem Montagevorgang erreicht werden kann, vorausgesetzt, die SMD-Gehäuse werden
entsprechend J-STD-020, J-STD-075 und/oder JESD22-A113 sowie einem Umwelt-Zuverlässigkeitstest überprüft und
bewertet.

Hinweis: Die Zuverlässigkeit der Lötstellen externer Verbindungen montierter Bauteile ist nicht Gegenstand dieser
Richtlinie.

1.5 Fachbegriffe und Definitionen

1.5.1 Aktives Trockenmittel Trockenmittel, das entweder frisch (neu) ist, oder entsprechend den Herstellerempfehlungen
getrocknet wurde, um seine ursprünglichen Spezifikationen wieder herzustellen.

1.5.2 Barcode Etikett Ein Herstelleretikett, das Informationen in einer Anordnung paralleler Striche und Zwischenräume
oder als 2D-Matrix enthält.

Hinweis: Im Rahmen dieser Richtlinie befindet sich das Barcode Etikett auf der innersten Transportverpackung und
enthält Informationen, die das Produkt beschreiben (z. B. Teilenummer, Menge, Los-Information, Lieferantenkennung
und Feuchteempfindlichkeitsklasse).

1.5.3 Reflow-Massenlöten Gleichzeitiges Reflowlöten mehrerer Bauteile durch Infrarot-, Konvektions-/Infrarot-,
Konvektions- oder Dampfphasenprozesse.

1.5.4 Träger Gurt mit Bauteiltaschen, Palette (tray), Stange oder sonstige Behälter für die Lagerung und den Transport von
Bauteilen.

1.5.5 Trockenmittel Ein (Feuchtigkeit) absorbierendes Material, das eingesetzt wird, um eine niedrige rel. Feuchte aufrecht
zu erhalten.

1.5.6 Bauteil-Verweilzeit (floor life) Die zulässige Zeit zwischen der Entnahme eines feuchteempfindlichen Bauteils aus
einem Feuchteschutzbeutel, aus der Trockenlagerung oder der Trocknungs-Einrichtung und dem Lötprozess.

1.5.7 Feuchteindikatorkarte (Humidity Indicator Card HIC) Eine Karte, auf der feuchteempfindliche, chemische
Stoffe aufgebracht sind. Wenn die angezeigte rel. Feuchte überschritten wird, zeigt sich ein deutliche Farbänderung:
typischerweise von blau (trocken) nach rosa (feucht).

Hinweis: Die HIC wird, gemeinsam mit einem Trockenmittel in den Feuchteschutzbeutel gegeben. Dadurch kann die
Feuchte ermittelt werden, der feuchteempfindliche Bauteile ausgesetzt wurden.

1.5.8 Hersteller-Aussetzungszeit (Manufacturer’s Exposure Time (MET)) Maximale Gesamtzeit zwischen dem Trocknen der
Bauteile und dem Transport zum End-Anwender, in der die Bauteile den Umgebungsbedingungen ausgesetzt werden dürfen.

1.5.9 Feuchteschutzbeutel (Moisture Barrier Bag (MBB)) Ein Beutel, der so gestaltet ist, dass er das Eindringen von
Wasserdampf einschränkt. Er wird verwendet, um feuchteempfindliche Bauteile zu verpacken.

1.5.10 Kennzeichnung der Feuchteempfindlichkeit (MSID) Ein Symbol, das anzeigt, dass der Inhalt feuchteempfindlich ist.
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